Technisches Englisch fiir Elektrotechniker 11: Ubersetzung

Hohlleiter-Oberfl&chenbearbeitung und Dampfung

Die Wandstrome in Hohlleitern und Hohlraum Resonatoren verursachen wegen der
endlichen Leitfahigkeit des Werkstoffes Verluste, die sich als Dampfung der Hohlleiterwellen
oder Hohlraumschwingungen bemerkbar machen. Unter Annahme glatter Oberflachen
konnen diese Verluste bel bekannter spezifischer Leitféhigkeit berechnet werden; die
tatsachlich gemessenen Verluste Ubersteigen die theoretischen Werte jedoch um Betrége bis
zu 100%. Die ersten Untersuchungen Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts hatten als Ursache
dafUr die Oberflachenrauhigkeit erkennen lassen, die bei Mikrowellen bereits eine merkliche
Verlangerung der Stromwege und damit eine Erhéhung der Wandverluste bedingt.

Spéter wurden eingehende Untersuchungen Uber den Zusammenhang zwischen
Oberflachenrauhigkeit und Dampfung von Hohlleiterwellen durchgefiihrt. Diese
Untersuchungen erstreckten sich auf die Hip-Welle im rechteckigen Hohlleiter. Um eine
Beziehung zwischen Leitfahigkeit und Oberflachenrauhigkeit zu finden, hat man einerseits
den Gleichsromwiderstand des Hohlleiters gemessen, anderseits seine Oberflache mit einem
farblich kontrastierenden Metall elektroplattiert, ohne die Oberflachenstruktur zu verandern.
Eine Schnittflache hat man sodann sorgféltig poliert und unter dem Mikroskop vermessen, um
das Verhdltnis aus der wirklichen Lénge der Oberflachen-Konturlinie und der idealisierten
Lange der Oberflache zu bestimmen. Wenn dieses Verhdtnis gesondert fir die Schmalseite
und Breitseite des Hohlleters in transversaler Richtung und fir die Hohlleiteroberflache in
longitudinaler Richtung gefunden und in die Formel fur die Hohlleiterdampfung eingeftihrt
wird, so l8sst sich die Erhéhung der Dampfung durch die Oberflachenrauhigkeit mit einer fir
die Praxis ausreichenden Genauigkeit abschétzen.

Abweichend davon ergaben Messungen an gezogenen Hohlleitern aus Kupfer und
Messing teilweise die auch von anderer Seite berichten Dampfungssteigerungen von 300%; in
allen diesen Félen zeigten jedoch Gleichstrommessungen verunreinigtes Material an. Bel
einwandfreien Leiterstoffen lagen die Widerstandswerte fur Kupfer bei 10 GHz nur um 10,2
bis 12% hoher, alssie fur glatte Oberflachen zu erwarten wéaren; bel Messing nur um 6 bis
7,4%, bel prézisionsgezogenen Hohlleitern war die Steigerungen lediglich 3,4% bzw. 1,4%
fur Kupfer und Messing. Ferner wurden untersucht: Hohlleiter mit aufgepresster
Silberschicht, elektroplattierte, -polierte und — formierte Hohlleiter sowie gespritzte und
gegossene Teile. Besonders beim Elektroplattieren ist bemerkenswert, dass die plattierte
Oberflache in der Regel rauer und die Dampfung héher wird. Man kann den Schluss ziehen,
dass das allgemein Ubliche Versilbern der Hohlleiter nicht nur nichts bringt, sondern bei
kurzeren Wellen sogar schadlich is.
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